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摘要(译)

能够减小绝缘基板的厚度的电阻器，并且能够在绝缘基板的制造，电阻
器的制造以及基板的安装中抑制裂纹的发生，并且能够确保安全性。 通
过使用生物相容性材料形成绝缘基板来增加医疗设备； 提供温度传感
器。 该电阻器具有：弯曲强度为690MPa以上，厚度为10〜100μm的绝
缘基板；以及绝缘基板。 在绝缘基板上形成的电阻膜； 至少一对电连接
至电阻膜的电极层； 保护膜覆盖形成电阻膜的区域，并形成露出部，以
使电极层的至少一部分露出。
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